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Kapiel kwasna do elektrolitycznego miedziowania

1

Przedmiotem wynalazku jest kwa$na kapiel do
elektrolitycznego miedziowania przydatna szczegéi-
nie przy produkcji obwod6éw drukowanych.

Przy produkcji obwodéw drukowanych, zwlasz-
cza dwustronnych i wielowarstwowych stosuje sie
elektrolityczne miedziowanie, przy czym szczegélnie
wazng rzeczg jest, aby powloka miedziana dokladnie
pokryla Sciany otworéw nawierconych w tych ob-
wodach. W czasie pokrywania $cian otwor6éw i ptasz-
czyzn obwodéw drukowanych, plaszczyzny ich sa
czeSciowo pokryte Swiatloczulg warstwa, wrazliwg
na roztwory mocnych kwas6w i mocnych alkaliow
o duzym stezeniu, pod ktérych wplywem S$wiatto-
czula warstwa zluszcza sie, odstaje a nawet roz-
puszcza, co powoduje zniszczenie wytwarzanego ele-
mentu.

Nalezy zaznaczyé, ze wspomniana warstwa $wia-
tloczula jest w daleko wigkszym stopniu wrazliwa
na dzialanie alkaliéw niz na dzialanie kwasow.

Pozadang wilasnoScig elektrolitycznej kapieli do
miedziowania obwod6éw drukowanych jest wgleb-
no$é, to jest zdolno§é do osadzania powloki we
wglebieniach i otworach.

Jako kgpiele elektrolityczne do miedziowania cb-
wodéw drukowanych dwustronnych i wielowar-
stwowych stosuje sie zazwyczaj kapiele pirofosfo-
ranowe to jest kapiele ktérych glownymi skiadni-
kami sg pirofosforan miedziowy i pirofosforan po-
tasowy wzglednie, rzadziej sodowy . Kapiele te bedgc
slabo alkaliczne nie naruszajg warstwy $Swiatloczu-
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1ej, za§ z drugiej strony wykazujg niezbedng wgteb-
noseé. :

Kapiele cyjankowe do elektrolitycznego miedzio-
wania, wykazujgce znacznie wigkszg wglebnosé
od kapieli pirofosforanowych nie moga byé zasto-
sowane, poniewaz kapiele te sg silnie alkaliczne,
co powoduje zniszczenie warstwy $§wiatloczutej.

Kapiele kwa$ne, zwlaszcza siarczanowe do ele-
ktrolitycznego miedziowania nie stwarzajg niebez-
pieczenstwa uszkodzenia warstwy $wiatloczuleij,
gdyz stezenie kwasu siarkowego wynosi okoto 50 g/1,
to jest 5%, natomiast kgpiele te nie majg wgleb-
noéci, co jak wspomniano jest zjawiskiem niepoza-
danym. W zwigzku z tym w powszechnym zastoso-
waniu do produkecji obwodéw drukowanych, zna-
lazly sie stabo alkaliczne kapiele pirofosforanowe
do elektrolitycznego miedziowania. Jednakze, znacz-
ng wadg tych kgpieli jest stosunkowo wysoka cena
pirofosforanu miedziowego i potasowego o zgdanej
czystodci. W tej sytuacji podjeto prace nad popra-
wieniem wglebnosSci kwasnej kagpieli siarczanowej
do elektrolitycznego miedziowania, co umozliwiloby
zastosowanie jej do wyrobu obwodéw drukowa-
nych, przy c¢zym koszt skladnikéw kapieli siarcza-
nowej, bylby znacznie nizszy niz koszt skladnikow
kapieli pirofosforanowej.

Podwyzszenie wglebnosci kagpieli kwasnych, zgo-
dnie ze znang regulg, mozna uzyskaé obnizajac
stezenie jonéw metalu osadzanego, przy jedpnoczes-
nym podwyzszemuu stezenia kwasu tak, aby suma
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molowego stezenia jonéw siarczanowych w kapieli
byla w zasadzie bez zniiany.

W przypadku kagpieli do obwodéw drukowanych
reguly tej stosowaé nie nalezy, poniewaz obnizanie
stezenia zwigzk6w miedzi, w tym przypadku siar-
czanu miedziowego, do zauwazalnego zwigkszenia
wglebnoéci, spowodowaloby konieczno$§é podwyz-
szenia stezenia kwasu, w tym przypadku kwasu
siarkowego, do takiego stezenia, ktére mogloby
spowodowaé uszkadzanie warstwy $wiatleczulej.

Wobee tego postanowiono, po obnizeniu steZenia
siarczanu rfiedzioweégo o okolo cztery razy, to jest
do okolo 0,2 M/l nie podwyzszaé stezenia kwasu,
lecz pozostawiajgc stezehie kwasu na poziomie do-
tychczasowym, to jest okoto 0,5 g/l, brakujaea ilos¢
_ jonébw siarczanowych dodaé w postaci soli metalu
nie biorgcego udzialu w budowie powloki. Wyko-
nano badania z szeregiem siarczanéw rozpuszczal-
nych w wodzie. Okazalo sie, 2¢ najlepsze wyniki
otrzymuje sie z siarczanem magnezu dedawanym
do kgpieli w iloSci od 10 g/1 do nasycenia. Mozna
réwniez dodawaé inne zwigzki magnezu dajgce w
wyniku reakcji z obecnym w kapieli kwasem siar-
kowym siarczan rnagnezowy.

Przedmiotem wynalazku jest kgpiel kwasna do
elektrolitycznego miedziowania, zawierajgca siar-
ezin rhtedziowy i kwas siarkowy orar jony magne-
zowe, wprowadzone do kapieli w postaci siarczanu
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magnezowego lub innych zwigzkow mégnezu roz-
puszczalnych w wodzie i/lub w kwasie, dajacych
w wyniku reakcji z obecnym w kgpieli kwasem
siarkowym, siarczan magnezowy, przy czym ilo§é¢
jonéw magnezu w kgpiell jest rébwnowazna stezeniu
siarczanu magnezowego w granicach od 10 g/l do
nasycenia.

Przykiad: Sporzgdzono kapiel wodng przez
rozpuszczenie 50 g siarczanu miedziowego, 50 g
kwasu siarkowego oraz 150 g siarczanu magnezo-
wego siedmiowodnego w jednym litrze kapieli.
Z kapieli tej przy gestodci pradu 1,5 do 2,0 A/dm?
otrzymrano prawidlowe pokrycie Scian otworow
obwodéw drukowanych bez uszkodzenia warstwy
§wiatloczulej.

Zastrzezenie patentowe

Kapiel kwasna do elektrolitycznego miedziowa-
hia, zawierajgca sigrczan miedziowy i kwas siar-
kowy, znamienna tym, ze zawiera ponadto jony
magnezowe wprowadzone do kapieli w postaci siar-
czanud magnezowego lub innych zwiazkéw magnezu
rozpuszczalnych w wodzie i/lub w kwasie, dajg-
cych w wyniku reakcji z obecnym w kapieli kwa-
sem siarkowym, siarczan magnezowy, przy czym
ilo§¢ jonéw magnezu w kapieli jest réwnowazna
stedeniu siarczanu magnezu w granicach od 10g/1
do nasycenia.
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